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บทคัดย่อ  
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ศึกษาการเคลือบผิวถ้วยรองรับน า้ยางด้วยโพลีนเตตระฟลูโอโรเอทิลีน  (พีทีเอฟ
อี;PTFE;Teflon) เพื่อลดการเกาะติดของน า้ยางจากการศกึษาวิจยัพบวา่ถ้วยรองรับน า้ยางชนิดถ้วยเซรามคิทีผ่า่น
การกดัด้วยกรดไฮโดรฟลอูอริค นัน้มีความเหมาะสมต่อการพ่นเคลือบเทปลอนมากที่สดุ โดยได้พ่นเคลือบเทป
ลอนด้วยวิธีอบอุ่นถ้วย ซึ่งใช้อณุหภมูิอบอุ่นถ้วยที่อณุหภมูิ 200 °C เป็นระยะเวลาอบ  5 นาที และน ามาท าการ
พน่เคลอืบด้วยมือ แล้วท าการอบเคลือบเทปลอนที่อณุหภมูิอบ 200°C เป็นระยะเวลา 6 นาที ท าให้ถ้วยเซรามิค
นัน้ถูกเคลือบด้วยเทปลอนส่งผลให้ผิวถ้วยเซรามิคนัน้มีความเรียบเฉลี่ย 0.766 μm  และมีความหนาของผิว
เคลือบเฉลี่ย 46.8 μm และท าให้ผิวถ้วยมีคณุสมบตัิที่เรียบลื่น เมื่อผ่านการใช้งานในสภาพการใช้งานจริงใน
ระยะเวลา 30 วนั พบวา่มีอตัราการสกึหรอของของผิวเคลือบเทปลอน 72% เป็นผลเนื่องจากลกัษณะใบปาดน า้
ยางพาราท าจากวสัดคุือยางสงัเคราะห์ซึ่งมีความแข็งในตวัของวสัดเุอง และลกัษณะการใช้งานนัน้จะต้องมีการ
ออกแรงเพื่อขดูที่ถ้วยรองรับน า้ยาง เพื่อให้น า้ยางที่ถ้วยหลดุออกให้หมด ในสว่นของต้นทนุในการพ่นเคลือบเทป
ลอนลงบนผิวถ้วยเซรามิคซึ่งคิดต้นทุนเฉพาะจากราคาเทปลอนจะเสียค่าใช้จ่ายในการพ่นเคลือบประมาณ 1 
บาทตอ่ถ้วย 
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ABSTRACT  
The objective in this research is to study the surface coating of latex cup for 
reducing the latex deposition. The experiment is to study the type and the 
surface of latex cups which is suitable for PTFE coating. The ceramic cup 
which was selected for etching by hydrofluoric acid, showed the good 
characters to spray PTFE coating. The optimum condition is to warm the cup 
at 200 °C for 5 minutes. Then manually sprays PTFE coating, bake the cup at 
200 °C for 6 minutes. The ceramic cup then showed the smooth average 
surface at 0.766 μm, and thickness average at 46.8 μm . PTFE coating surface 
of ceramic cups provided the smooth property. PTFE coating surface of 
ceramic cups has been used in rubber gardens for 30 days which was worn 
72 % of PTFE surface coating. The reason for this result is to use the 
hardness material to sweep and scrape off the latex at ceramic cup. The 
investment cost of PTFE coating at the surface of ceramic cup is based on the 
price of PTFE.  
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I.  บทน า  
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความเป็นอยูข่องประชากร [1] -[3] 
ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก และมีพืน้ที่ส าหรับปลกูยางทัว่ประเทศถึง 12.3 
ล้านไร่ นอกจากนัน้ประเทศไทยสง่ออกยางธรรมชาติเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก  โดยท ารายได้เข้าประเทศ นบัแสน
ล้านบาท เช่น ปี 2544 ยาง ผลิตภณัฑ์ยาง และผลิตภณัฑ์จากไม้ยางพารา ท ารายได้จากการสง่ออกให้กับ
ประเทศ คิดเป็น มลูคา่ทัง้สิน้ 135,280 ล้านบาท  แยกเป็นมลูคา่การสง่ออกยางในรูปวตัถดุิบ 58,703 ล้านบาท 
ผลิตภณัฑ์ยาง 48,496 ล้านบาท และผลิตภณัฑ์ไม้ยางพารา 28,081 ล้านบาท   นอกจากนัน้ปริมาณการ
สง่ออกยางพาราในช่วงปี 2546 - 2548 มีแนวโน้มสงูขึน้ [4] เนื่องจากกลุม่ประเทศผู้ผลติน า้มนัยงัคงมี นโยบาย
ลดก าลงั การผลิตเพื่อยกระดบัราคาน า้มนัให้สูงขึน้ ซึ่งท าให้ราคายางสงัเคราะห์อยู่ในระดบัสงูเช่นกนั ดงันัน้
ความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพื่อทดแทนยางสงัเคราะห์ก็จะเพิ่มขึน้ โดยความต้องการใช้ยางธรรมชาตขิองโลก 
คาดว่าจะเพิ่มขึน้เป็น 15.027 ล้านตนั ในปี 2578 จากปัจจุบนัที่มีความต้องการใช้ประมาณ 8 ล้านตนั   และ
คาดวา่ในช่วงระหวา่งปี 2548-2578 อตัราการขยายตวัของปริมาณการผลิตและการใช้ยางธรรมชาติเฉลี่ยร้อย
ละ 4.09 และ 3.73 ต่อปี ในสว่นยางสงัเคราะห์การผลิตและการใช้ขยายตวัในอตัราเฉลี่ยร้อยละ 2.62 และ 
2.74  ตอ่ปี โดยสดัสว่นการสง่ออกเป็น ร้อยละ 42.3 ของปริมาณการสง่ออกยางธรรมชาติของโลก  ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้ให้ประเทศปีละ 250,000  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 5.51  ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมด หรือร้อยละ 
3.28  ของ GDP [3]-[5] จึงกล่าวได้ยางเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคญักบัอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
อยา่งไรก็ตามปัญหาที่ส าคญัของอตุสาหกรรมยางไทยในปัจจบุนัได้แก่  การผลติยางพาราท าโดยเกษตรกรราย
ย่อย  ท าให้มีปัญหาด้านผลิตภาพการผลิต (ผลผลิตน า้ยางต ่า)โดยในขัน้ตอนการผลิตน า้ยาง  เกษตรกร
สว่นมากจะกรีดน า้ยางและใช้ถ้วยกะลารองรับน า้ยาง แตปั่ญหาที่พบคือ มีน า้ยางเกาะติดที่ผิวถ้วยกะลารองรับ
น า้ยาง  ท าให้เกิดการสญูเสียน า้ยาง ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยขาดรายได้ รวมทัง้กระทบกับปริมาณการ
สง่ออกยาง จากการศกึษาข้างต้น พบวา่อปุกรณ์ที่น ามาใช้ในการรองรับน า้ยางดิบนัน้ท าจากวสัดหุลกัๆ 3 ชนิด 
คือ ถ้วยกะลา ถ้วยพลาสติก และถ้วยเซรามิกส์ ซึ่งถ้วยรองรับน า้ยางที่เป็นกะลานัน้จะท าให้มีน า้ยางเกาะติด
มากสดุ  ส่วนถ้วยรองรับน า้ยางที่มีผิวเรียบที่เป็นพลาสติก และ เซรามิกส์  จะมีน า้ยางเกาะติดน้อยกว่าถ้วย
รองรับน า้ยางแบบกะลา เนื่องจากวสัดมุีโครงสร้างผิวที่เรียบ  ลืน่ ท าให้มีพืน้ท่ีผิวในการยดึเกาะได้น้อย อย่างไร
ก็ตามถ้าใช้ถ้วยพลาสติกรองน า้ยางเป็นเวลานาน จะท าให้พลาสติกกรอบและแตกหกัได้ง่าย ขณะที่ถ้วยเซรา
มิกส์จะมีราคาแพง ดังนัน้ผลการศึกษาข้างต้นจึงสรุปได้ว่าแนวโน้มต่อไปของการทดลองที่จะท าการแก้ไข
ปัญหาการเกาะติดของน า้ยาง คือต้องศกึษาหาวสัดทุี่มีโครงสร้างที่มีผิวเรียบ  ความลืน่สงู มีความคงทน และมี
คณุสมบตัิเป็นสารท่ีไมม่ีขัว้ (non polar) หรือ สารท่ีมีประจเุป็นลบ  เพราะจะได้ไมย่ดึเกาะกบัน า้ยาง  เนื่องจาก
น า้ยางมีประจุเป็นลบ  ในงานวิจยันีม้ีความสนใจ โพลีนเตตระฟลโูอโรเอทิลีน (PTFE) เนื่องจากมีคณุสมบตัิ
ตามที่ได้กลา่วมาข้างต้น โดยจะน า PTFE  ชนิด Ceraflour 996  (Commercial grade)  มาพ่นเคลือบผิวด้าน
ในของถ้วยกะลาเพื่อช่วยให้มีสภาพผิววสัดเุคลอืบท่ีดี เนื่องจากการศกึษาเบือ้งต้น ระหวา่ง PTFE Commercial 
grade ชนิด Ceraflour 996  และ Ceraflour 980 พบว่าถ้วยรองรับน า้ยางสดที่เคลือบด้วยด้วย PTFE  ชนิด 
Ceraflour 966 จะให้การเกาะติดของน า้ยางน้อยกว่าการเคลือบด้วย PTFE  ชนิด Ceraflour 980 (ผู้วิจยัได้รับ
ความอนเุคราะห์ PTFE จากโรงงาน) ดงันัน้คาดวา่ผลติภณัฑ์ที่ได้จะมีแนวโน้มในการน ามาใช้เป็นถ้วยรองรับน า้
ยางที่มี คุณภาพดี ในด้านลดการเกาะติดของน า้ยาง  ซึ่งจะท าให้เป็นองค์ความรู้ที่ส ามารถถ่ายทอดไปสู่
เกษตรกรรายยอ่ยได้ และสามารถน าไปใช้งานได้จริง รวมทัง้สามารถน าไปใช้เป็นกรณีศึกษากบัภาชนะรองรับ
น า้ยางแบบอื่นๆได้ นอกจากนีง้านวิจยัที่เก่ียวข้องกับการลดการสญูเสียน า้ยาง   ในขัน้ตอนการเก็บน า้ยางมี
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ปริมาณจ ากดัทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  ดงันัน้ผลการศกึษาดงักลา่ว จะน าไปเป็นข้อมลูเบือ้งต้นอนัจะ
น าไปสูก่ารพฒันาการใช้ภาชนะรองน า้ยาง ในอตุสาหกรรมการผลติน า้ยางในประเทศตอ่ไป 

 

Il.  วิธีการทดลอง 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการศึกษาตวัแปรที่มีผลต่อการเคลือบผิวถ้วย
รองรับน า้ยางด้วย PTFE เพื่อลดการเกาะติดของน า้ยาง    ซึง่งานวิจยันีม้ีสมมตุิฐานว่าน า้ยางธรรมชาติมีประจุ
เป็นลบ    ดงันัน้ต้องศึกษาหาวสัดทุี่รองรับน า้ยางที่มีโครงสร้างผิวเรียบ   ความลื่นสงู  มีความคงทน  และมี
คณุสมบตัิเป็นสารที่ไม่มีขัว้ (non polar) หรือ สารที่มีประจุเป็นลบ เพราะจะได้ไม่ยึดเกาะกบัน า้ยาง และ
น าไปสูก่ารลดปัญหาผลผลติน า้ยางต ่า   
 

III.  ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิัย 
ท าการศึกษารวบรวมข้อมลูต่างๆที่เก่ียวข้องกบังานวิจัย และจดัเตรียมอปุกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการทดลองจาก
แนวทางในการด าเนินงานวิจยัเพื่อท าการศกึษาตวัแปรตา่งๆในการทดลองได้แก่ อณุหภมูิและเวลา ที่ใช้ในการ
พน่ลกัษณะพืน้ผิวของถ้วยก่อนเคลือบ ปริมาณเทปลอนที่ใช้ ความหนาของชัน้เคลือบ และลกัษณะพืน้ผิวของ
ชัน้เคลอืบ โดยได้ท าการออกแบบการวิธีการและขัน้ตอนการทดลองเพื่อศกึษาตวัแปรตา่งๆดงันี  ้
 

IV. วิ ธีการและขั ้นตอนการทดลองเพื่ อศึกษาตัวแปร  
อุณหภูมิ และเวลาอบถ้วยเซรามิคเพื่ อท าการพ่น
เคลือบเทปลอนด้วยวิธีการพ่นเคลือบด้วยวิธีการอบอุ่น
ถ้วยเซรามิค 

การทดลองเพื่อท าการศกึษาตวัแปรอณุหภมูิ และเวลาอบถ้วยเซรามิค เป็นการศกึษาหา อณุหภมูิ และเวลาอบ
ถ้วยเซรามิค ที่เหมาะสมต่อการพ่นเคลือบ ตามขอบเขตและแผนการของการทดลองที่ได้ก าหนดไว้ โดยมี
ขัน้ตอนดงันี ้

1. ขดัผิวถ้วยเซรามิคด้านในด้วยกระดาษทราย ท าความสะอาดและเป่าลมให้แห้ง 
2. ตัง้อณุหภมูิเตาอบท่ีอณุหภมูิตา่งๆ ตามที่ก าหนดในขอบเขตการทดลอง (100°C, 150°C, 200°C,  
    250°C)  
3. เมื่ออณุหภมูิเตาอบถึงอณุหภมูิที่ก าหนดไว้ จากนัน้ท าการอุน่ถ้วยเซรามิคโดยน าถ้วยเซรามิคเข้าวาง  
    ในเตาอบท่ีอณุหภมูิตา่งๆ แล้วท าการอุน่ถ้วยเป็นระยะเวลา 5 นาที แล้วน าออกจากเตา 

 4. ท าการพน่เคลอืบเทปลอนลงบนถ้วยเซรามิคให้ทัว่ผิวถ้วย ตามรูปแบบตารางการทดลอง (ตารางที่ 1) 
 5. ปลอ่ยให้ถ้วยเซรามิคเย็นตวัในอณุหภมูิห้อง  

6. ท าการศกึษาและวิเคราะห์ผลการทดลองจากการด าเนินการทดลองตามแผนทดลองโดยพิจารณา  
    จากลกัษณะการเกาะติดของเทปลอนจากการพน่เคลอืบ และความหนาของเทปลอน จากการพน่  
    เคลอืบ ด้วยสายตา 
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4.1 วิธีการและขัน้ตอนการทดลองเพื่อศึกษาตัวแปรเวลาในการอบเคลือบ 
หลังการพ่นเทปลอน 
การทดลองเพื่อท าการศึกษาตัวแปรของเวลาที่ใช้ในการอบเคลือบเทปลอนหลงัผ่านการพ่นเคลือบ
เรียบร้อย เป็นการศกึษาหาเวลา ท่ีเหมาะสมตอ่การอบเคลอืบถ้วยเซรามิคตามขอบเขตและแผนการของ
การทดลองที่ได้ก าหนดไว้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

  1. ตัง้อณุหภมูิเตาอบท่ีอณุหภมูิ 200°C ตามที่ก าหนดในขอบเขตการทดลอง  
  2. น าถ้วยทีผา่นการพน่เคลอืบจากวิธีการทดลอง จากรูปแบบของตวัแปรที่เหมาะสมที่สดุที่ใช้ใน  

    การพน่เคลอืบ มาท าการอบเคลอืบ ที่อณุหภมูิ 200°C โดยใช้ระยะเวลาอบท่ีแตกตา่งกนั เพื่อ  
    หาเวลาที่ใช้ในกาอบเคลอืบที่เหมาะสมที่สดุ ตามรูปแบบตารางการทดลอง (ตารางที่ 2) 
3. เมื่ออบเคลอืบถ้วยตามระยะเวลาตา่งๆแล้ว น าออกจากเตาเพื่อปลอ่ยให้ถ้วยเซรามิคเย็นตวัใน  
    อณุหภมูิห้อง 
4. ท าการศกึษาและวิเคราะห์ผลการทดลองจากการด าเนินการทดลองตามแผนทดลองโดย   
    พิจารณาจากลกัษณะผิวโดยทัว่ไปจากการอบเคลอืบด้วยสายตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 วิธีการและขัน้ตอนการทดลองเพื่อศึกษาตัวแปรลักษณะพืน้ผิวของถ้วย 
ก่อนพ่นเคลือบ  
การทดลองเพื่อท าการศึกษาตวัแปรลกัษณะพืน้ผิวของถ้วยก่อนพ่นเคลือบ เป็นการศึกษาหาลกัษณะ
ของผิวถ้วยเซรามิคที่เหมาะสมตอ่การพน่เคลอืบ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. เตรียมผิวถ้วยเซรามิค โดยการใช้กระดาษทรายเบอร์ 180 ขดัผิวด้านในของถ้วย 
2. ล้างท าความสะอาดถ้วยเซรามิคด้วยน า้สะอาด และน าไปอบไลค่วามชืน้ท่ีอณุหภมูิ 80°C เป็น 
    ระยะเวลา 5 นาที แล้วปลอ่ยให้เย็นตวั ณ อณุหภมูิห้อง 
 

 
อุณหภูมิ (°C) เวลา (5 นาท)ี 

100  

150  

200  

250  

 

ผลการทดลอง 
ลักษณะโดยทั่วไปจากการ
พ่นเคลือบ และความหนา
ของการพน่เคลือบเทปลอน 

 
 
 
 

ตารางที่ 1 
แผนการทดลองเพื่อศกึษา
ตวัแปร อณุหภมิู และ
เวลาอบถ้วยเซรามิค  
 

 
อุณหภูมิอบเคลือบ  (°C) ระยะเวลาอบ (นาท)ี ลักษณะผิวโดยทั่วไป 

200 x  

200 x  

200 x  

 

 
 
 

ตารางที่ 2  
รูปแบบแผนการทดลอง
เพื่อศึกษา ตัวแปร เวลา
อบ เคลื อบที่ เหมาะสม
ที่สดุ 
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3. แบง่ถ้วยเซรามิคเป็น 2 ชดุ โดยชดุที ่1 น าไปกดัด้วยกรด ไฮโดรฟลอูอริก โดยใช้กรด ไฮโดร  
    ฟลอูอริก 200 มิลลลิติร ผสมกบัเมทานอล  400 มิลลลิติร  โดยการผสมกดและเทลงในถ้วย 
    เซรามิค ปลอ่ยให้กรด ไฮโดรฟลอูอริก ท าปฏิกิริยากบัน า้ยาเคลอืบผิว เป็นเวลา 15 นาที  
    จากนัน้ท าความสะอาดถ้วยเซรามิคด้วยน า้สะอาด และ เมทานอล สว่นชดุที่ 2 ไมต้่องท าการ  
    กดัด้วยกรดไฮโดรฟลอูอริก 
4. น าถ้วยเซรามิคที่ผา่นการกดัด้วยกรดและท าความสะอาดแล้วไปอบไลค่วามชืน้ท่ีอณุหภมูิ   
    80°C เป็นระยะเวลา 5 นาที อีกครัง้แล้วปลอ่ยให้เย็นตวั ณ อณุหภมูิห้อง 
5. ท าการพน่เคลอืบถ้วยเซรามิคด้วยวิธีการอบอุน่ถ้วยเซรามิค จากรูปแบบของตวัแปรที่เหมาะสม 
    ที่สดุที่ได้จากจากการทดลอง  
6. ท าการศกึษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลองจากการด าเนินการทดลองตามแผน  
    ทดลองโดยพิจารณาจากลกัษณะการเกาะติดของเทปลอนจากการพน่เคลอืบ ความหนาของ 
    เทปลอนจากการพน่เคลอืบด้วยสายตา น า้หนกัของถ้วยก่อนและหลงัการกดักรด และความ 
    เรียบของผิวถ้วยที่ได้จากการอบเคลอืบ 
 

4.3 วิธีการและขัน้ตอนการทดลองศึกษาปริมาณของเทปลอนที่ใช้ในการพ่น 
เคลือบ 
การทดลองเพื่อท าการศึกษาปริมาณของเทปลอนที่ใช้ในการพ่นเคลือบถ้วยเซรามิค เพื่อเป็นการศึกษา
หาปริมาณของเทปลอนที่ใช้ในการพน่เคลอืบต่อถ้วย ซึ่งสามารถน าไปสูก่ารค านวณหาต้นทนุในการท า
การพน่เคลอืบถ้วยรองรับน า้ยางเซรามิคตอ่ถ้วยได้  โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

  1. ชัง่น า้หนกัถ้วยเซรามิคก่อนการท าการพน่เคลอืบ 
  2. ท าการชัง่น า้หนกัถ้วยเซรามิคอีกครัง้หลงัจากท าการพ่นเคลอืบถ้วยเซรามิค ด้วยวิธีการท่ีได้มา 
                       จากรูปแบบของตวัแปรที่มีความเหมาะสมที่สดุส าหรับใช้ในการพน่เคลอืบ 
  3. ค านวณหาปริมาณของเทปลอนที่ใช้ในการพน่เคลอืบโดยการหาผลตา่งของน า้หนกัถ้วย 
                       เซรามิคระหวา่งก่อนท าการพน่เคลอืบ และหลงัท าการพน่เคลอืบ ซึง่จะเป็นน า้หนกัของเทปลอน 
      ที่ใช้พน่เคลอืบตอ่ถ้วย 
 

4.4 วิธีการและขัน้ตอนการทดลองศึกษาเปรียบเทยีบความเรียบผิวถ้วย 
เซรามิคหลังการอบเคลือบ 
การทดลองศกึษาเปรียบเทียบความเรียบผิวถ้วย เป็นการศกึษาเพื่อหาคา่ความเรียบของผิวถ้วยเซรามิค
หลงัจากท าการอบเคลอืบเป็นท่ีเรียบร้อย และท าการเปรียบเทียบความเรียบผิวถ้วยรองรับน า้ยางที่ใช้อยู่
ปัจจุบนั กบัถ้วยรองรับน า้ยางที่ไม่ได้ผ่านการกดัด้วยกรด ไฮโดรฟลอูอริก ก่อนการพ่นเคลือบ และถ้วย
รองรับน า้ยางที่ผา่นการกดัด้วยกรด ไฮโดรฟลอูอริก ก่อนการพ่นเคลือบเทปลอน โดยถ้วยไปวดัค่าความ
เรียบอยา่งละ 3 ต าแหนง่ และท าการศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดลองจากการด าเนินการทดลอง  โดย
การวิเคราะห์หาคา่ความแปรปรวน (Analysis of Variance-ANOVA) ของคา่ความเรียบผิว  
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หมายเหต ุ

 1 - ศกึษาหา อณุหภมูิ และเวลาอบอุน่ถ้วยเซรามิค 
    - ศกึษาหา เวลาในการอบเคลอืบเทปลอน 
2  - ความเรียบผิวเคลอืบเทปลอน 

    -ความหนาผิวเคลอืบเทปลอน 
    - สภาพผิวเคลอืบจากเคร่ือง SEM 
    - การสกึหรอของเทปลอนจากการปาดยาง 
    - ปริมาณการใช้เทปลอนพน่เคลอืบตอ่ถ้วย 
3    - ความเรียบผิวเคลอืบเทปลอนหลงัการใช้งานจริง 

        - ความหนาผิวเคลอืบเทปลอนหลงัการใช้งานจริง 
          - สภาพผิวเคลอืบจากเคร่ือง SEM หลงัการใช้งานจริง 
     - ความสามารถในการลดการเกาะติดน า้ยาง 
         - ต้นทนุ การพน่เคลอืบถ้วยน า้ยาง 

ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบังานวจิยั 
 
 ออกแบบการทดลอง 

ด าเนินการทดลอง 

ศกึษาสภาพผิวถ้วยทีเ่หมาะสมตอ่การ
พน่เคลอืบด้วยวิธีพน่เคลอืบด้วยเปลว
เพลงิกบัสภาพผิวถ้วยทัง้ 2 รูปแบบ 

 

ทดลองพน่เคลอืบเทปลอนด้วยวธีิพน่
เคลอืบด้วยการอบอุน่ถ้วยเซรามคิ1 

วิเคราะห์ผลการทดลอง2 

เก็บผลการทดลองจากสภาพการใช้3

งานจริง 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง  

แผนภมิูล าดับขัน้ตอนการทดลอง 
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V. ผลการทดลอง 
5.1 ผลการศึกษาความสามารถในการพ่นเคลือบตดิ  

จากการศึกษาความสามารถในการพ่นเคลือบติด ด้วยวิธีการพ่นเคลือบด้วยเปลวเพลิงผลการทดลอง
พบวา่ถ้วยรองรับน า้ยางทัง้ 3 ชนิด ไมส่ามารถท าการพน่เคลอืบเทปลอนให้เกาะติดได้อย่างสมบรูณ์ อนั
เนื่องมาจากถ้วยพลาสติกและกะลา ไม่สามารถทนความร้อนที่ใช้ในการพ่นเคลือบได้ จึงท าให้เกิดการ
หลอมละลายส าหรับถ้วยพลาสติกและเกิดเป็นรอยไหม้ส าหรับกะลาสว่นถ้วยเซรามิคลกัษณะผิวถ้วยไม่
มีการเกาะติดของผงเทปลอนเช่นกนั แต่ความมนัวาวของผิวถ้วยลดลง    จากแนวโน้มข้างต้นความ
เป็นไปได้ส าหรับการพ่นเคลือบเทปลอน ถ้วยเซรามิคจึงมีความเหมาะสมที่สดุเพื่อน าไปท าการศึกษา
สภาพผิวถ้วย    ที่เหมาะสมตอ่การพน่เคลอืบ เพื่อให้เกิดการเกาะติดของเทปลอนได้ดียิ่งขึน้ 
 

5.2 ผลการศึกษาสภาพผิวถ้วยที่เหมาะสมต่อการพ่นเคลือบ 
จากการเลอืกถ้วยเซรามิคมาเพื่อท าการพ่นเคลือบ และได้ท าการศึกษาหาสภาพผิวถ้วยที่เหมาะสมต่อ
การพ่นเคลือบ เพื่อให้เกิดการพ่นเคลือบติดที่สมบูรณ์ โดยการทดลองพ่นเคลือบด้วยวิธีการพ่นเคลือบ
ด้วยเปลวเพลงิกบัสภาพผิวถ้วย 2 รูปแบบพบวา่สภาพผิวถ้วยเซรามิคที่ผา่นการกดัด้วยกรด ไฮโดรฟลอูอ
ริก มีความสามารถในการพ่นเคลือบได้ดีที่สดุโดยการพิจารณาจากลกัษณะการเกาะติดของเทปลอน
ด้วยสายตา ดงัรูปท่ี 1b 
 

5.3 ผลการศึกษา อุณหภูมิ และเวลาอบถ้วยเซรามิค ก่อนการพ่นเคลือบเทป 
ลอน  
จากการทดลองตามวิธีการทดลองที่ได้ออกแบบไว้เพื่อท าการศกึษา อณุหภมูิ และเวลาอบถ้วยเซรามิค ที่
เหมาะสมต่อการพ่นเคลือบด้วย โดยก าหนดขอบเขตการทดลองอุณหภูมิในการอุ่นถ้วยเซรามิคที่
ระยะเวลา 5 นาที จ านวน 4 ระดบัอณุหภมูิ ได้แก่ 100°C, 150°C, 200°C และ 250°C ผลการทดลอง
พบวา่ อณุหภมูิอบอุน่ถ้วยรองรับน า้ยางเซรามิคที่ 200 °C ระยะเวลาอบ 5 นาที เป็นสภาวะอณุหภมูิและ
เวลาที่มีความเหมาะสมและดีที่สดุ เนื่องจากสภาวะปัจจยัดงักลา่วท าให้สามารถท าการพ่นเคลือบเทป
ลอนให้เกาะติดผิวถ้วยเซรามิคได้เรียบทัว่ทัง้ผิวถ้วยอย่างสม ่าเสมอ และมีความหนาของผิวเคลือบเทป
ลอนท่ีหนา ดงัรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 

 
 

รูปที่ 1  
a,b ลั ก ษ ณ ะ ผิ ว ถ้ ว ย
เซรามิคที่ ไม่ไ ด้กัดด้วย
กรด ไฮโดรฟลูออริกและ
กัดกรด เ ม่ือพ่นเคลือบ
ด้วยเปลวเพลิง ตามล าดบั   
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5.4 ผลการศึกษา เวลาในการอบเคลือบ 
จากการทดลองตามวิธีการทดลองที่ได้ออกแบบไว้เพื่อท าการศึกษาเวลาที่ใช้ในการอบเคลือบเทปลอน
หลงัผ่านการพ่นเคลือบ โดยก าหนดขอบเขตการทดลองการอบเคลือบถ้วยที่อุณหภูมิ 200°C ที่
ระยะเวลา 1-8 นาที พบวา่ระยะเวลาในการอบเคลอืบถ้วยเซรามิค ท่ีอณุหภมูิอบ 200°C เป็น ระยะเวลา 
6 นาที เป็นสภาวะอณุหภมูิและเวลาที่มีความเหมาะสมและดีที่สดุส าหรับใช้ในการอบเคลือบถ้วยหลงั
พน่เคลอืบ เนื่องจากสภาวะปัจจยัดงักลา่วท าให้ผงเทปลอนท่ีพน่เคลือบ มีการเคลือบผิวติดถ้วยเซรามิค
อยา่งสม ่าเสมอและมีความเรียบทัว่ทัง้ถ้วย ดงัรูปท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. วิเคราะห์ผลการทดลอง 
6.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบความเรียบผิวถ้วยเซรามิคหลังการอบเคลือบ 

จากการด าเนินการทดลองเพื่อหาค่าความเรียบของผิวถ้วยเซรามิคหลงัจากท าการอบเคลือบเป็นที่
เรียบร้อย ได้ท าการเปรียบเทียบความเรียบผิวถ้วยรองรับน า้ยางมาตรฐานที่ใช้อยู่ โดยทัว่ไป กับถ้วย
รองรับน า้ยางที่ไม่ได้ผ่านการกดัด้วยกรด ไฮโดรฟลอูอริก ก่อนการพ่นเคลือบ และถ้วยรองรับน า้ยางที่
ผา่นการกดัด้วยกรด ไฮโดรฟลอูอริก ก่อนการพ่นเคลือบโดยท าการวดัความเรียบผิวเฉลี่ย (Roughness 
average: Ra ) จ านวน 3 ต าแหนง่ ของถ้วยแต่ละแบบซึ่งมีค่าความเรียบผิว Ra ดงัค่าในตารางที่ 3 และ
ท าการวิเคราะห์หาคา่ความแปรปรวน (ANOVA : Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ค่าความเรียบผิว Ra ที่วดัค่าได้จากเคร่ืองวัดความเรียบผิว โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) โดยมีผลดงันีค้ือผิวของถ้วยรองรับน า้ยางที่ผา่นการกดั
ด้วยกรด ไฮโดรฟลอูอริก ก่อนการพ่นเคลือบจะมีความเรียบมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกบัถ้วยรองรับน า้
ยางทัง้ 2 ชนิด โดยที่มีค่าความเรียบผิวอยู่ที่ 0.766 μm  จากการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน ข้อ

a b 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2  
a,b ลักษณะของผิวถ้วย
เซรามิค ที่ผ่ านการพ่น
เคลือบด้วยวิธีการอบอุ่น
ถ้วยเซรามิค ที่อุณหภูมิ
อุน่ถ้วย 200 °C  
ระยะเวลาเวลา 5 นาที ที่
สงัเกตได้จากสายตา 
 
 
 

a b 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
รูปที่ 3  
a,b แสดงลกัษณะผิวถ้วย
เซ รา มิคที่ ผ่ า นกา รอบ
เคลือบเป็นระยะเวลา 6 
นาที 
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มลูค่าความเรียบผิว Ra พบว่าค่าความเรียบผิวที่ได้จากการวดัความเรียบของผิวถ้วยเซรามิคนัน้มีค่า
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน ข้อมลูค่าความเรียบผิว Ra พบว่าค่าความเรียบผิวที่ได้จากการ
วดัความเรียบของผิวถ้วยเซรามิคนัน้มีคา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

6.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบความหนาและสภาพของผิวเคลือบเทปลอน 
หลงัจากท าการอบเคลือบเทปลอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ท าการศึกษาความหนาของผิวเคลือบและ
สภาพผิวเคลอืบเทปลอน ก่อนการปาดยางกบัภายหลงัท าการหยดน า้ยางลงบนถ้วยและท าการทดลอง
ปาดยาง เพื่อเปรียบเทียบความหนา สภาพผิว และการสกึหรอของผิวเคลือบเทปลอน จากการวดัระยะ
ความหนาของผิวเคลอืบด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบแสงโดยใช้โปรแกรมImage Analyzer เพื่อเปรียบเทียบ
ความหนาของผิวเคลอืบซึง่ได้ผลความหนาของเทปลอนดงัตารางที่ 5 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะผิวถ้วยเซรามิค 
ค่าความเรียบผิว [Ra (μm)] 

ต าแหน่งที่ 1 ต าแหน่งที่ 2 ต าแหน่งที่ 3 เฉล่ีย 

ผิวโดยทัว่ไป  4.489 5.012 4.671 4.724 

ผิวไมก่ดัด้วยกรด พน่เคลือบ 1.767 1.813 2.023 1.865 

ผิวกดัด้วยกรด พน่เคลือบ  0.769 0.817 0.714 0.766 

 
 
 

 
 
 
ตารางที่ 3  
ค่าความ เ รียบ ผิ ว ถ้ วย
เ ซ ร า มิ ค ห ลั ง ก า ร อ บ
เคลือบของถ้วยแตล่ะแบบ 
                          
 
 

 
 
 
 
 Source 

Type III Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Intercept 54.116 1 54.116 1757.25 .000 

Surface 25.038 2 12.519 406.52 .000 

Error 0.185 6 0.031 - - 

Total 79.339 9 - - - 

 
 
 

 
 
ตารางที่ 4  
ค่ า ท า ง ส ถิ ติ จ า ก ก า ร
วิเคราะห์ความแปรปรวน
ค่าความเรียบผิว Ra จาก
การทดลอง 
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ผลจากการเปรียบเทียบความหนาและสภาพของผิวเคลอืบเทปลอนพบว่า หลงัจากที่มีการปาดน า้ยางอ
อกจากถ้วยแล้วความหนาของผิวเคลอืบจะมีคา่ความหนาลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการวิเคราะห์สภาพผิวถ้วยปกติที่ไมไ่ด้ท าการพน่เคลอืบ กบัผิวถ้วยที่ผา่นการเคลอืบเทปลอนกอ่นท า
การปาดน า้ยางจากภาพถ่าย SEM จะเห็นได้วา่สภาพผิวถ้วยปกติที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบเทปลอนนัน้จะ
มีลกัษณะเป็นผิวของเนือ้เซรามิคที่เป็นชัน้มองเห็นเป็นระดบัความลึกที่แตกต่างกัน แต่เมื่อท าการพ่น
เคลือบด้วยเทปลอนจะสงัเกตเห็นได้ว่าเทปลอนจะเกาะตวักนัเป็นเม็ดผลกึเทรกซึมเข้าไปในสว่นที่เป็น
ช่องวา่งของผิวถ้วยท าให้ผิวถ้วยมีลกัษณะเรียบมากยิ่งขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต าแหน่งที่ 1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย 

ความหนาผิว
เคลือบ(µm) 

ก่อนปาด
น า้ยาง 

47.8 43.7 47.8 47.8 47.0 46.8 

หลงัปาด
น า้ยาง 

46.3 46.6 47.5 47.4 45.7 46.7 

 

 
 

 
ตารางที่ 5  
ค่ า ค ว า มหน า ข อ ง ผิ ว
เคลือบเทปลอน 
 
 
                          
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a b 

 
รูปที่ 4  
a,b ความหนาของผิว
เคลือบเทปลอนก่อนและ
หลงัท าการทดลองปาดน า้
ยาง ตามล าดบั 
 
 
                          
 
 

 
 
 
 
 

a b 

 
 

 
 

 
 
  

รูปที่ 5  
a,b ภาพถ่าย SEM ของ
สภาพผิวถ้วยปกติที่ไม่ได้
ผ่านและผ่านการเคลือบ
เทปลอน  ตามล าดบั 
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หลงัจากการทดลองหยดน า้ยางลงบนผิวถ้วยแล้วท าการปาดยางเพื่อท าการศึกษาสภาพผิวเคลือบเทป
ลอนหลงัท าการปาดยางด้วยภาพถ่าย SEM พบว่าสภาพผิวเคลือบยงัคงอยู่ในสภาพดี การเกาะตวัของ
เทปลอนยงัอยูใ่นรูปแบบท่ีสมบรูณ์ ดงัรูปท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณเทปลอนที่ใช้ในการพ่นเคลือบ 

ปริมาณการใช้เทปลอนในการพ่นเคลือบ เป็นการหาผลต่างของน า้หนกัถ้วยเซรามิคก่อนท าการพ่น
เคลือบ และหลงัท าการพ่นเคลือบ ซึ่งจะเป็นน า้หนกัของเทปลอนที่ใช้พ่นเคลือบต่อถ้วย ซึ่งจากการ
ทดลองและท าการวิเคราะห์หาปริมาณการใช้เทปลอน จากถ้วยจ านวน 30 ตวัอย่าง พบว่า น า้หนกัถ้วย
ก่อนการพน่เคลอืบนัน้มีคา่น า้หนกัเฉลี่ย 522.413 กรัม และน า้หนกัถ้วยหลงัการพ่นเคลือบมีค่าน า้หนกั
เฉลีย่ 524.923 กรัม ดงันัน้ในการพน่เคลอืบเทปลอนตอ่ถ้วยจึงใช้ปริมาณเทปลอน 2.51 กรัมตอ่ถ้วย 
 

6.4 ผลการวิเคราะห์ความเรียบผิวถ้วยเซรามิคหลังจากสภาพการใช้งานจริง 
จากท าการทดลองใช้ถ้วยเซรามิคที่ผ่านการพ่นเคลือบไปท าการรองรับน า้ยางดิบจากสภาพการใช้งาน
จริงที่สวนยางพารา เป็นระยะเวลา 30 วนั และน ามาท าการวดัค่าความเรียบผิวเคลือบหลงัการใช้งาน
จริง โดยท าการวดัความเรียบผิว Ra จ านวน 3 ต าแหนง่มีคา่ดงัตารางที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไปเปรียบเทียบกบัผิวถ้วยเซรามิคกดัด้วยกรดและพ่นเคลือบ (ตารางที่ 3) จะเห็นได้ว่าค่าความเรียบผิว
ของถ้วยเซรามิคหลงัการใช้งานในสภาพการใช้งานจริง จะมีคา่ความเรียบผิวลดลงอยา่งเห็นได้ชดั 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 6   
ภาพถ่าย SEM ของสภาพ
ผิวถ้วยที่ผ่านการเคลือบ 
เทปลอนหลังทดลองปาด
ยาง 
 
 
                          
 
 

 
 
 
 
 

 

ลักษณะผิวถ้วยเซรามิค 
ค่าความเรียบผิว [Ra (µm)] 

ต าแหน่งที่ 1 ต าแหน่งที่ 2 ต าแหน่ง 3 เฉล่ีย 

ผิวถ้วยหลงัสภาพการใช้งานจริง 4.103 4.045 4.001 4.049 

 
 

 
ตารางที่ 6  
ค่าความ เ รียบ ผิ ว ถ้ วย
เซรามิคหลงัการใช้งานใน
สภาพการใช้งานจริง 
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6.5 ผลการวิเคราะห์ความหนาและสภาพของผิวเคลือบเทปลอน จากสภาพ
การใช้งานจริง 
ท าการทดลองใช้ถ้วยเซรามิคที่ผา่นการพน่เคลอืบไปท าการลองรับน า้ยางดิบจากสภาพการใช้งานจริงที่
สวนยางพารา เป็นระยะเวลา 30 วนั เพื่อศึกษาความหนา สภาพผิว และการสกึหรอของผิวเคลือบเทป
ลอนจากการใช้งานจริงซึง่ได้ผลความหนาของเทปลอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อน าคา่ความหนาของผิวเคลอืบหลงัการใช้งานในสภาพการใช้งานจริงไปเปรียบเทียบกบัคา่ความหนา
ของผิวเคลือบเทปลอนที่ยงัไม่ผ่านการใช้งาน(ตารางที่ 5) พบว่าค่าความหนาของผิวเคลือบหลงัการใช้
งานในสภาพการใช้งานจริง จะมีคา่ความหนาลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สภาพผิวถ้วยหลงัการใช้งานในสภาพการใช้งานจริง จากภาพถ่าย SEM จะสงัเกตเห็นได้วา่
สภาพผิวเคลอืบเทปลอนจะมีการสกึหรอจากการปาดยาง และเกิดรอยแตกร้าวจากการใช้งาน ดงัรูปที่ 8 
เป็นผลเนื่องจากลกัษณะใบปาดน า้ยางพาราท าจากวสัดคุือยางสงัเคราะห์ซึ่งมีความแข็งในตวัของวสัดุ
เอง และลกัษณะการใช้งานนัน้จะต้องมีการออกแรงเพื่อขดูที่ถ้วยรองรับน า้ยาง เพื่อให้น า้ยางที่ถ้วยหลดุ
ออกให้หมด  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ต าแหน่งที่ 1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย 

ความหนาผิวเคลือบเทปลอน (µm) 14.2 15.7 14.1 10.9 11.0 13.18 

 

 
ตารางที่ 7   
ค่ า ค ว า มหน า ข อ ง ผิ ว
เคลือบเทปลอนหลังการ
ใช้งานในสภาพการใช้งาน
จริง 
 
                          
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7  
ภาพการวดัความหนาของ
ผิวเคลือบเทปลอนหลัง
การใช้งานในสภาพการใช้
งานจริง 
          
 
                          
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1 

2 

3 

4 
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6.6 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการลดการเกาะตดิน า้ยาง 

การศกึษาความสามารถในการลดการเกาะติดของถ้วยน า้ยางจะเป็นการเปรียบเทียบผลตา่งของน า้หนกั
ถ้วยก่อนการรองรับน า้ยางกบัภายหลงัการปาดยางออกจากถ้วย ของถ้วยเซรามิคที่ผ่านการเคลือบเทป
ลอน กบัถ้วยเซรามิคที่ใช้งานโดยทัว่ไป จากการทดลองมีคา่ดงัตารางที่ 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ * หลงัจากรับน า้ยางดิบ 1000 กรัม 
โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ถ้วยเซรามิคผา่นการเคลอืบเทปลอนสามารถลดการเกาะติดน า้ยางได้
ดีกวา่ถ้วยเซรามิคที่ไมผ่า่นการเคลอืบเทปลอน 
 

VII. สรุปผลการวิจัย 
จากการด าเนินงานวิจัย และได้ท าการทดลอง และวิเคราะห์ผลตามขอบเขตและแผนการทดลองโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเคลือบผิวถ้วยรองรับน า้ยางด้วย  เทปลอนเพื่อลดการเกาะติดของน า้ยาง ซึ่ง
สามารถสรุปผลการด าเนินงานวิจยัได้ดงันี ้
สภาวะปัจจยัที่เหมาะสมต่อการผลเคลือบซึ่งสามารถท าการพ่นเคลือบเทปลอนเคลือบผิวถ้วยรองรับน า้ยางที่
เป็นเซรามิค คือ สภาพผิวถ้วยเซรามิคที่ผ่านการกดัด้วยกรด ไฮโดรฟลอูอริก แล้วท าการอบอุ่นถ้วยที่อณุหภมูิ 
200 °C เป็นระยะเวลาอบ 5 นาที และน ามาท าการพน่เคลอืบด้วยมือ แล้วท าการอบเคลือบเทปลอนที่อณุหภมูิ
อบ 200°C เป็นระยะเวลา 6 นาที ซึง่จะท าให้ถ้วยเซรามิคนัน้ถกูเคลอืบด้วยเทปลอนสง่ผลให้ผิวถ้วยเซรามิคนัน้
มีความเรียบเฉลี่ย 0.766 μm และมีความหนาของผิวเคลือบเฉลี่ย 46.8 μm เนื่องจากเกิดการหลอมละลาย
เคลือบของผลกึเทปลอนที่พ่นเคลือบลงบนผิวถ้วยเซรามิค จากลกัษณะของถ้วยเซรามิคที่ผ่านการพ่นเคลือบ

รอยแตกร้าวของผิวเคลอืบเทฟลอน 
 

 
  

รูปที่ 8   
ภาพถ่าย SEM ของสภาพ
ผิวเคลือบเทปลอนที่มีรอย
ของการปาดยางปรากฏ  
       
 
                          
 
 

 
 
 
 
 

 
    ชนิดรูปแบบถ้วยเซรามิค 

             
คา่ 

ผ่านการเคลือบ 
เทปลอน 

ไม่ผ่านการเคลือบ 
เทปลอน 

น า้หนกัถ้วยก่อนรองรับน า้ยางเฉล่ีย (กรัม) 524.923 522.413 
น า้หนกัถ้วยก่อนเทปาดยางเฉล่ีย (กรัม) * 625.785 621.994 
น า้หนกัถ้วยหลงัเทปาดน า้ยางเฉล่ีย (กรัม) 522.312 530.641 
ผลตา่งน า้หนกัถ้วยเฉล่ีย 
(ปริมาณน า้ยางท่ีตดิถ้วย) (กรัมตอ่ถ้วย) 

2.611 8.228 

 
 

ตารางที่ 8  
ค่ า น ้า ห นั ก ข อ ง ถ้ ว ย
เซรามิคผ่านการเคลือบ
เทปลอน และไม่ผ่านการ
เคลือบเทปลอน (จ านวน 
30ถ้วยใช้เวลาในการเก็บ
ผล30วนั ) 
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ด้วยเทปลอนนัน้จึงสง่ผลให้ผิวถ้วยมีคณุสมบตัิที่เรียบลืน่มากยิ่งขึน้ และเมื่อน าไปใช้ในการรองรับน า้ยางพารา
ดิบจึงสามารถช่วยลดการเกาะติดของน า้ยางได้ โดยที่ปริมาณน า้ยางที่ติดถ้วยเซรามิคที่ไม่ได้ท าการพ่นเคลือบ
เทปลอนนัน้มีปริมาณการเกาะติดของน า้ยางอยู่ที่ 8.228 กรัมต่อถ้วย สว่นถ้วยเซรามิคที่ท าการพ่นเคลือบเทป
ลอนนัน้มีปริมาณการเกาะติดของน า้ยางอยูท่ี่ 2.611 กรัมตอ่ถ้วยซึง่ปริมาณการเกาะติดของน า้ยางน้อยกวา่  
อตัราการสกึหรอของผิวเคลือบเทปลอนจากข้อมลูสภาพการใช้งานจริงในระยะเวลา 30 วนั จากการวิเคราะห์
จากคา่ความหนาของผิวเคลือบเทปลอน โดยที่ความหนาของผิวเคลือบก่อนการใช้งานมีความหนาอยู่ที่ 46.8 
μm และเมื่อผ่านการใช้งานในสภาพการใช้งานจริงในระยะเวลา 30 วนั พบว่ามีอตัราการสกึหรอของของผิว
เคลอืบเทปลอน 72% เป็นผลเนื่องจากลกัษณะใบปาดน า้ยางพาราท าจากวสัดคุือยางสงัเคราะห์ซึง่มีความแข็ง
ในตวัของวสัดเุอง และลกัษณะการใช้งานนัน้จะต้องมีการออกแรงเพื่อขดูที่ถ้วยรองรับน า้ยาง เพื่อให้น า้ยางที่
ถ้วยหลดุออกให้หมด 
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